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Der XJTAG Design For Test-Assistent für OrCAD Capture 
erleichtert es Ihnen, die Testabdeckung bei der Entwick-
lung des Designs vorauszusehen.

So können Sie Ihre Tests optimieren,  
bevor die Leiterplatte hergestellt wird.

Weitere Informationen: 
Tel. +49 (0) 89 4563-7770, www.FlowCAD.de
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